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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ダイカスト金型（24）内の湿度を測定するための装置（１）であって、前記ダイカスト
金型のキャビティ（25）は、排気管（31）を介して排気装置（28）に接続されている装置
において、
　前記装置（１）は、前記排気管（31）に接続可能であると共に、前記キャビティ（25）
から排出されたガスの湿度を測定できるセンサアセンブリ（Ｓ）を備え、
　エミッタ（７）は、電磁放射を発する少なくとも３個のLED（９）を含み、ディテクタ
（14）は、前記電磁放射を検出する対応する個数のフォトダイオードを含み、
　前記少なくとも３個のLED（９）及び前記対応する個数のフォトダイオード（16）は、
前記エミッタ（７）及び前記ディテクタ（14）の間を通過し、前記排出されたガスを導く
ダクト（５）の、前記装置(１)の長手方向軸線に直交する断面において分散させて配置さ
れていることを特徴とする装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置（１）であって、前記センサアセンブリ（Ｓ）は、電磁放射を発
する少なくとも１個のエミッタ（７）及び電磁放射を検出する少なくとも１個のディテク
タ（14）を含み、また前記装置（１）には、前記エミッタ（７）及び前記ディテクタ（14
）の間を通過する排出された前記ガスを導くためのダクト（５）が設けられていることを
特徴とする装置。
【請求項３】
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　請求項１又は２に記載の装置（１）であって、エミッタ（７）は、600nm～1400nm、好
適には900nm～990nm、特に好適には930nm～950nmの波長範囲の電磁放射を発することを特
徴とする装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の装置（１）であって、ディテクタ（14）の上方には、特定の波長範囲
内、好適には900nm～990nmの波長範囲、特に好適には930nm～950nmの波長範囲の電磁放射
を通過させる通過帯域フィルタが設けられていることを特徴とする装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の装置（１）であって、前記エミッタ（７）の前記LED（9）は、940nm
±５nmの電磁放射を発し、前記ディテクタ（14）の前記フォトダイオード（16）には、93
5nm～945nmの電磁放射を通過させる、統合された通過帯域フィルタが設けられていること
を特徴とする装置。
【請求項６】
　請求項１又は５に記載の装置（１）であって、干渉を回避するために、少なくとも１枚
の孔付きディスク（33）が、前記エミッタ（７）の前記LED（９）と前記ディテクタ（14
）の前記フォトダイオード（16）との間に設けられていることを特徴とする装置。
【請求項７】
　請求項１～６の何れか一項に記載の装置（１）であって、前記エミッタ（７）は、該エ
ミッタ（７）が発する前記電磁放射をそれぞれほぼ通過させるガラスディスク（10）の上
方に配置されていることを特徴とする装置。
【請求項８】
　請求項１～７の何れか一項に記載の装置（１）であって、前記ディテクタ（14）は、少
なくとも特定の波長範囲の前記電磁放射をほぼ通過させるガラスディスク（17）の上方に
配置されていることを特徴とする装置。
【請求項９】
　請求項７又は８に記載の装置（１）であって、前記ガラスディスク（10, 17）には、特
定の波長範囲、好適には900nm～990nm、特に好適には930nm～950nmの電磁放射を通過させ
る通過帯域フィルタが設けられていることを特徴とする装置。
【請求項１０】
　請求項７～９の何れか一項に記載の装置（１）であって、少なくとも１個の噴射口が設
けられた洗浄ノズル（11，18）を更に備え、前記噴射口を介して洗浄媒体がそれぞれのガ
ラスディスク（10，17）に向けて噴射可能であることを特徴とする装置。
【請求項１１】
　請求項１～１０の何れか一項に記載の装置（１）であって、モジュール式のアセンブリ
として構成されていることを特徴とする装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の装置（１）であって、該装置（１）はハウジングを備え（２）、該
ハウジング（２）には、入力フランジ（３）、出力フランジ（４）及び前記入力フランジ
（３）から前記ハウジング（２）を通過して前記出力フランジ（４）にガイドするダクト
（５）が設けられ、
　前記ダクト（５）の一方側にはエミッタ（７）が配置され、該エミッタ（７）の直径方
向に対向するようディテクタ（１４）が配置されていることを特徴とする装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の装置（１）であって、それぞれのフランジ（３，４）は、排気管（
31）に接続するように構成されていることを特徴とする装置。
【請求項１４】
　請求項１２又は１３に記載の装置（１）であって、該装置（１）は、前記ハウジング内
に少なくとも１個のプラグインモジュール（６）を備え、該モジュール（６）には、前記
エミッタ（７）及び／又は前記ディテクタ（14）及び／又はガラスディスク（10，17）が
取り付けられていることを特徴とする装置。
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【請求項１５】
　請求項１～１４の何れか一項に記載の装置（１）であって、該装置（１）には、前記セ
ンサアセンブリ（Ｓ）に電力を供給する及び／又は感知したデータを通信するためのイン
ターフェースが設けられていることを特徴とする装置。
【請求項１６】
　請求項１～１５の何れか一項に記載の装置（１）により、ダイカスト金型（24）内の湿
度を測定するための方法であって、
　前記ダイカスト金型（24）の前記キャビティ（25）は、排気管（31）を介して自動的に
排気されると共に、排気に際しては、前記装置（１）によって、前記排気管（31）を流動
する前記ガスの含水量を測定することを特徴とする方法。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の方法であって、排気の工程に際しては、複数回にわたる個別的な測
定サイクルを行い、該測定サイクルから平均値を算出することを特徴とする方法。
【請求項１８】
　請求項１６又は１７に記載の方法であって、各測定サイクル前には、前記センサアセン
ブリ（Ｓ）のゼロ較正を行うことを特徴とする方法。
【請求項１９】
　請求項１６～１８の何れか一項に記載の方法であって、エミッタ（７）とディテクタ（
14）との間にガラスディスク（10，17）を配置し、各測定サイクル前には、前記ガラスデ
ィスク（10，17）の洗浄を行うことを特徴とする方法。
【請求項２０】
　請求項１～１５の何れか一項に記載の装置（１）により、ダイカスト金型（24）の前記
キャビティ（25）内に噴霧した水分・離型剤混合物の量を決定又は変更するための方法で
あって、
　前記ダイカスト金型（24）の前記キャビティ（25）は、排気管（31）を介して自動的に
排気されると共に、排気に際しては、前記装置（１）によって、前記排気管（31）を流動
する前記ガスの含水量を測定又は感知し、また測定又は感知した値に基づき、前記水分・
離型剤混合物の絶対量を後続的な噴霧工程のために決定し、及び／又は噴霧すべき水分・
離型剤混合物の量を変更するための修正率を算出することを特徴とする方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前提部に係る、ダイカスト金型内の湿度を測定するための装置と
、請求項18の前提部に係る、ダイカスト金型内の湿度を測定するための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ダイカストにおいて、固化後の完成した鋳物を金型から除去するために、金型のキャビ
ティには離型剤が噴霧される。好適には、このような離型剤は、噴霧前に１：100の割合
で水分と混合しておく。水分と混合した離型剤が加熱された金型内に噴霧されると、理想
的には水分は完全に蒸発し、離型剤の薄膜だけが残留することにより、鋳物の除去が可能
になると共に金型への金属の付着が回避される。この場合の水分は、離型剤の搬送媒体と
して機能するだけでなく、金型を冷却する機能を有するものでもある。水分と混合した離
型剤を使用する際の問題点は、一方では、キャビティ壁を完全に噴霧するために十分な水
分を用いながら、金型における十分な冷却を保証することである。他方では、水分量が多
すぎてはならないことである。なぜならこの場合、水分が完全に蒸発せず、これにより完
成した鋳物に水分又は水蒸気が封入されるおそれがあるからである。このことは不所望で
あり、完成した鋳物における品質上の欠陥をもたらすものであることは言うまでもない。
従って、金型内の水分がほぼ蒸発したか、又は水分が残留しているか否かが判断できれば
有利である。
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【０００３】
　ダイカスト金型内の湿度を測定するために容易に想到可能な変形としては、１個以上の
センサをダイカスト金型内に配置し、これらセンサにより湿度を測定するというものがあ
る。しかしながらダイカスト金型は、鋳造する金属に応じて数百度～数千度を超えて加熱
され得るため、このような解決法は実行不可能である。なぜなら、上述した環境下で長期
に亘って正確な測定結果を供給できるセンサはほぼ皆無である上、溶融金属によってセン
サが損傷及び／又は汚染される可能性もあるからである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述した事情に鑑み、本発明の課題は、水分・離型剤を噴霧した後の金型における残留
水分量を簡単かつ信頼性良く判断できる、ダイカスト金型内の湿度を測定するための装置
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この課題は、請求項１に従って構成された装置によって解決される。
【０００６】
　この装置は、排気管に接続可能であると共に、金型キャビティから排出されたガスの湿
度を測定可能であるため、測定は、ダイカストマシン又はダイカスト金型における過酷で
高温の環境から離れて行うことができる。本発明の装置は、新しい又は既存の排気管に容
易かつ迅速に取り付けることができる。
【０００７】
　装置に関する好適な更なる実施形態は、従属請求項２～１７に記載した通りである。
【０００８】
　好適な実施形態において、センサアセンブリは、電磁放射を発する少なくとも１個のエ
ミッタ及び電磁放射を検出する少なくとも１個のディテクタを含み、また装置には、エミ
ッタ及びディテクタの間を通過する排気ガスを導くためのダクトが設けられる。これによ
り、装置を特に簡単に構成することが可能になる。
【０００９】
　他の好適な実施形態において、エミッタは、600nm～1400nm、好適には900nm～990nm、
特に好適には930nm～950nmの波長範囲の電磁放射を発するものとする。波長範囲を特定の
要件、即ち流入ガスの含水量を検出する要件に適合させることにより、妨害要因が実質的
に排除される。
【００１０】
　好適には、ディテクタが検出する波長範囲は、ディテクタの上方に通過帯域フィルタを
設けることにより制限される。これは、波長範囲を選択する上で安価な方法である。
【００１１】
　他の好適な実施形態において、エミッタは、電磁放射を発する少なくとも３個のLEDを
含み、ディテクタは、電磁放射を検出する対応する個数のLEDを含む。これにより、より
大きな範囲を検出することが可能になると共に、エミッタLED及び／又はディテクタLEDの
故障による影響を補償することが可能になる。
【００１２】
　他の好適な実施形態において、エミッタLEDは、940nm±５nmの電磁放射を発し、ディテ
クタLEDには、935nm～945nmの電磁放射を通過させる、統合された通過帯域フィルタが設
けられる。この波長範囲は、流動ガスにおける湿度を検出する上で特に望ましいことが実
証されている。
【００１３】
　好適には、エミッタLEDの下方及び／又はディテクタLEDの上方には孔付きディスクが設
けられる。このような孔付きディスクは、個々のLEDが発する放射（信号）間での干渉の
発生を回避する上で特に簡単で安価な方法である。



(5) JP 6633287 B2 2020.1.22

10

20

30

40

50

【００１４】
　複数個のLEDを設ける場合、これらLEDをダクトの断面において分散させて配置しておく
ことにより、流動ガスにおける湿度が点状又は帯状に検出されることが回避される。
【００１５】
　装置における他の好適な実施形態において、エミッタ及び／又はディテクタは、該エミ
ッタが発する電磁放射をほぼ通過させるガラスディスクの上方に配置される。このような
ガラスディスクは、測定結果に不所望の影響を及ぼすことなく、外部からの不所望の影響
及び損傷を排除する上で効果的である。
【００１６】
　代替的な実施形態において、ガラスディスクには、特定の波長範囲の電磁放射を通過さ
せる通過帯域フィルタが設けられる。このことも、発された又は検出された波長範囲を選
択的に制限する方法である。
【００１７】
　好適には、ガラスディスクの上方には、少なくとも１個の噴射口が設けられた洗浄ノズ
ルが配置されることにより、噴射口を介して洗浄媒体がガラスディスクに向けて噴射可能
である。これにより、各ガラスディスクの洗浄が容易になる。
【００１８】
　本発明の装置は、モジュール式のアセンブリとして構成されるため、新たな又は既存の
排気管に容易に取り付けることができる。
【００１９】
　特に好適には、本発明の装置はハウジングを備え、該ハウジングには、入力フランジ、
出力フランジ及び入力フランジからハウジングを通過して出力フランジにガイドするダク
トが設けられ、この場合にダクトの一側にはエミッタが配置され、該エミッタの直径方向
に対向するようディテクタが配置される。このような装置は、排気管に取り付けるのが特
に容易である。
【００２０】
　他の好適な実施形態において、装置は、ハウジング内に少なくとも１個のプラグインモ
ジュールを備え、該モジュールには、エミッタ及び／又はディテクタ及び／又はガラスデ
ィスクが取り付けられる。この構成により、ガラスディスクの洗浄が容易になると共に、
ガラスディスク、エミッタ及び／又はディテクタの交換が容易になる。
【００２１】
　好適には、装置には、センサアセンブリに電力を供給する及び／又は測定データを通信
するためのインターフェースが設けられる。これにより、ダイカストマシン又はダイカス
トマシンのコントローラへの迅速な接続が容易になる。
【００２２】
　本発明の更なる課題は、請求項１～１７の何れか一項に記載の装置により、ダイカスト
金型内の湿度を測定するための方法を提供することである。
【００２３】
　この課題は、請求項１８に係る方法によって解決される。
【００２４】
　排気管を介してダイカスト金型の湿度を自動的に排気すると共に、排気に際しては、装
置を使用し、排気管を流動するガスの含水量を測定又は感知することにより、鋳造サイク
ルを長引かせることなく、各ダイカスト金型内の湿度を通常の鋳造サイクル時に感知する
ことができる。
【００２５】
　本発明の方法の好適な実施形態は、従属請求項１９～２１に記載した通りである。
【００２６】
　本発明の方法に係る他の好適な実施形態において、排気の工程に際しては、複数回にわ
たる個別的な測定サイクルを行い、該測定サイクルから平均値を算出する。この場合の利
点は、測定結果が持続的に歪められず、又は例えば排気ガスに含まれる個々の個体粒子な
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どの例外による影響を受けないことである。
【００２７】
　好適には、各測定サイクル前には、センサアセンブリのゼロ較正を行う。これにより特
に誤差、例えば温度変化や汚染されたガラスディスクによる不正確な測定に起因する誤差
を排除することが可能になる。
【００２８】
　請求項２２には、請求項１～１７の何れか一項に記載の装置により、ダイカスト金型の
金型キャビティ内に噴霧した水分・離型剤混合物の量を決定又は変更するための方法が記
載されている。この方法において、ダイカスト金型の金型キャビティは、排気管を介して
自動的に排気すると共に、排気に際しては、装置によって、排気管を流動するガスの含水
量を測定又は感知し、また測定又は感知した値に基づき、水分・離型剤混合物の絶対量を
後続的な噴霧工程のために決定し、及び／又は、噴霧すべき水分・離型剤混合物の量を変
更するための修正率を算出する。
【００２９】
　以下、装置の例示的な実施形態を図面に基づいて詳述する。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】ダイカスト金型内の湿度を測定するための装置を示す概略断面図である。
【図２】ダイカストマシンの構成要素と共に装置を示す略図である。
【図３】ダイカスト金型内の湿度を測定するための装置における代替的な構成をやはり概
略的に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　図１は、ダイカスト金型内の湿度を測定し、かつ該金型のキャビティが排気管を介して
排気装置に接続された装置１の実施形態を概略的に示し、同図に基づいて装置の構成を以
下に詳述する。
【００３２】
　装置１は、モジュール式に構成された構成要素であり、入力フランジ３及び出力フラン
ジ４が設けられたハウジング２を備える。
【００３３】
　入力フランジ３から出力フランジ４にかけては、ハウジング２の中央部を通過するよう
にダクト５が通じている。装置は、入出力フランジ3，4により、排気管に取り付けること
ができるか、又は排気管に接続することができる。この場合の取り付けを行うために、各
フランジ3,4には、雄ねじ、バヨネットロックなどの機械的な接続手段を設けることが可
能である。代替的には円筒状の外郭面を設け、パイプクリップ又は接着帯によって排気管
（チューブ）を外郭面に取り付けてもよい。
【００３４】
　ハウジング２内には、全体としてＳで表されているセンサアセンブリＳが収容され、こ
のセンサアセンブリＳにより、ダクト５を流動するガス（空気）の湿度が決定可能である
。センサアセンブリＳは、プラグインモジュール６に取り付けられ、かつダクト５の一方
に配置されたエミッタ７と、該エミッタ７の直径方向に対向するよう配置されたディテク
タ14とを含む。この場合のエミッタとしては、電磁放射を発すると共に、SMD技術でプリ
ント基板８上に配置された複数個のLED9で構成されたいわゆるLEDアレイとするのが好適
である。またディテクタ14としては、プリント基板（PCB）15及びSMD技術で該プリント基
板15上に配置され、かつ電磁放射を感知する複数個のLED16とするのがやはり好適である
。各アレイからは接続リード線12，19がハウジング２外に延び、好適にはこれらリード線
12，19は、コネクタ又はインターフェース（何れも図示せず）に接続されている。各アレ
イの上方には、保護として機能するガラスディスク10，17が配置されている。各ガラスデ
ィスク10，17の上方には更に洗浄ノズル11，18が配置され、これらノズル11，18により、
矢印で示すように、各ガラスディスク10，17を空気などの洗浄媒体を噴出させることで洗
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浄可能である。ディテクタ14との関連において、電磁放射を感知するLED16について記載
する場合には、特にフォトダイオードを意味するものと理解されたい。好適には、LED9，
16は、ダクト５の断面において分散させて配置してある。
【００３５】
　エミッタ７からディテクタ14方向への放射は、やはり矢印で表すように、ダクト５を横
断する必要がある。媒体がダクト５にわたって導かれた場合、ディテクタ14に到達する放
射が減衰され得る。本発明の装置１は、特に流動媒体の含水量を感知しつつ、誤差の原因
、例えば異なる種類のガス、煙による影響を最小限に抑えて感知するものであるため、特
定の波長範囲で測定が行われるのが好適である。現在までのところ行われた試験で得られ
た知見によれば、900～990nmの赤外線波長範囲、特に好適には930～950nm、とりわけ940
±5nmの範囲での測定が好適である。この場合、波長範囲を制限するために、エミッタ７
の下方、ディテクタ14の上方、又はエミッタ７の下方及びディテクタ14の上方に帯域通過
フィルタを配置することができるが、一体化された帯域通過フィルタが設けられたエミッ
タ７及び／又はディテクタ14を使用することもできる。代替的には、一方及び／又は他方
のガラスディスク10，17に帯域通過フィルタを設けるか、又はガラスディスク10，17の一
方及び／又は他方を帯域通過フィルタとして構成してもよい。
【００３６】
　基本的には、測定を600nm～1400nmの波長で行い、その際にこの範囲内で特定の帯域を
選択するようにしてもよい。
【００３７】
　図２は、ダイカスト金型内の湿度をいかにして感知するかを説明するために、装置１を
ダイカストマシンにおける幾つかの構成要素と共に大幅に簡略化した状態で示す。同図に
は、ダイカストマシンの構成要素として、鋳造チャンバ22、ダイカスト金型24、スプレー
ヘッド26、排気バルブ27、排気装置28、コントローラ29及び排気管31が示されている。
【００３８】
　ダイカストマシンに関して上述した構成要素22，24，26，27，28，29，31は、基本的に
既知であるため、簡潔にのみ言及するか、又は本発明に係る装置との関連で言及するに留
めることに留意されたい。
【００３９】
　鋳造チャンバ22には、溶融鋳造材料（金属）をダイカスト金型24の金型キャビティ25に
導く鋳造ピストン23が設けられている。金型キャビティ25は、出口側で排気ダクト30を介
して排気バルブ27に接続し、更に該排気バルブ27も排気管31を介して真空タンク28とした
排気装置に接続されている。排気バルブ27は、溶融鋳造材料が金型キャビティ25から環境
又は排気管31に流出することを回避するよう機能するものである。排気バルブ27及び排気
装置28の間の排気管31には、ダイカスト金型24内の湿度を測定するための装置１が配置さ
れている。スプレーヘッド26は、離型剤を噴霧するよう機能することにより、完成した鋳
物が固化した後にダイカスト金型24から除去することが可能になる。この場合に適用され
る離型剤は、約１：100の割合で水分と混合するのが好適であり、加熱されたダイカスト
金型24の開放状態で金型キャビティ25内に噴出されるため、水分が蒸発した後には離型剤
の薄膜が金型キャビティ25壁に残留する。この離型剤の薄膜により、鋳物が除去できるだ
けでなく、金属が金型又は金型キャビティ25壁に付着することが回避される。コントロー
ラ29は、破線で示すように、装置１及び構成要素23，24，26，27，28に電気的に接続され
ている。
【００４０】
　ダイカスト金型24内の湿度を感知するための測定サイクルは、おおよそ以下の通りに行
われる。水分・離型剤混合物は、スプレーヘッド26により、ダイカスト金型24の開放状態
で該ダイカスト金型24内に噴霧される。他のパラメータに加えて、特にダイカスト金型の
温度及び水分・離型剤混合物の量により、水分が完全に蒸発するか又はその一部のみが蒸
発するかが決まる。混合物が噴霧された後、ダイカスト金型24が閉鎖される。含湿量測定
自体の開始前に、装置１のセンサアセンブリＳに関していわゆるゼロ較正を行っておくこ
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とにより、例えばガラスディスクにおける汚染が測定結果から除外される。その後、排気
装置28により、排気管31及び開放された排気バルブ27を介して、金型キャビティ25及び該
キャビティ25に接続されたダクト30や管31の排気が行われる。排気の工程の開始に伴い、
測定サイクル自体が、連続的に又は複数回に亘って個別的に開始される。この場合、送信
された信号がどの程度減衰されたか、又はディテクタが受信した信号がどの程度大きいか
が測定される。受信された信号の減衰量又は大きさに基づいて、流動ガス（空気）におけ
る水粒子及び／又は蒸気の割合を判断することができる。誤差の原因、例えば異なる種類
のガス、煙による影響を最小限に抑えるために、測定は、上述した930～950nm（ナノメー
トル）の赤外線波長範囲で行うのが特に好適である。
【００４１】
　測定サイクルは、複数回に亘って個別的に行われるのが好適である。測定結果及びプロ
ファイルに基づいて、ダイカスト金型内の湿度を推量することができる。ただし測定サイ
クルは、複数回、例えば1000回に亘って個別的に行ってもよく、この場合特定の回数、例
えば、10回にわたる個別的な測定の平均値を算出し、該平均値を測定変数として考慮すれ
ば、結果的に100回の測定点を考慮するであろう。これにより、装置を通過する流動ガス
における例えば個々の又はより大きな固体粒子による影響を最小化することが可能になる
。
【００４２】
　測定で得られた結果に応じて、噴霧すべき水分・離型剤混合物の量は変更することがで
きる。例えば水分量が過度であれば、噴霧すべき水分・離型剤混合物が減少する。この場
合、排気の工程が長引くことがある。
【００４３】
　通常、例えば数千パーツが鋳造される鋳造サイクルの開始時には、測定サイクルが各鋳
造工程前に行われ、必要であれば、決定的なパラメータ、例えば特に金型の温度及び金型
キャビティの湿度が所定の値に設定されるまで、噴霧すべき水分・離型剤混合物の量が変
更される。言うまでもなくこの場合、水分が蒸発した後に、離型剤の均一な膜が確実に残
留することが保証されなくてはならない。その後、測定サイクルを所定のインターバル、
例えば１時間毎に又は鋳造工程が10回完了する毎に行い、その際に測定又は感知された値
に応じてパラメータを変更することができ、また言うまでもなく、金型又はキャビティ内
に局所的に噴霧すべき混合物を変更することも可能である。更に測定結果によっては、金
型自体に変更を加えることもできる。例えばこの場合、水分を排出するために、金型キャ
ビティ内の分岐端又はプランジャの下方に穿孔を設けることができる。
【００４４】
　排気の工程の終了は通常、鋳造工程の開始でもある。即ち、金型キャビティが排気され
た後、鋳造ピストンによって溶融金属が金型キャビティ内に搬送される。しかしながら、
測定サイクルに際して、水分量が多過ぎること、即ち所定の最大許容量よりも多いことが
判明した場合には、例えばアラームを発する及び／又は鋳造工程を停止することができる
。
【００４５】
　測定結果のプロファイルに基づき、金型キャビティのどの部分に水分が蓄積したかを判
断することも可能である。例えば、含水量が排気の工程の終わりにかけて増加した場合、
金型キャビティのより小さい若しくは狭い又は長い「分岐部」に過度な水分が存在してい
ると判断することができる。この認識を得ることができれば、噴霧すべき水分・離型剤混
合物の量を局所的に又は特定の領域にだけするように適合させることが可能になる。
【００４６】
　好適には、各測定前には、洗浄ノズル又は該ノズルから噴射する洗浄媒体によって２個
のガラスディスクが洗浄される。各測定前に好適には行うべきゼロ較正に際して、ガラス
ディスクが大幅又は極端に汚染されていることが判明した場合には、例えばコントローラ
を介して信号を生成し、これによりガラスディスクへの付加的な洗浄又はガラスディスク
の交換を行うことができる。従って装置１は、ガラスディスクが容易にアクセス可能にな
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るよう構成するのが有利である。
【００４７】
　図３は、ダイカスト金型内の湿度を測定するための装置における代替的な実施形態の断
面図を示す。図示の実施形態に関しては、図１の実施形態と比べた場合の違いについての
み言及し、また同一要素には同一参照符号を付すものとする。図示の実施形態における装
置１においては、流動ガスにおける特に大きな固体粒子をとどめるための交換可能なフィ
ルタ39が設けられている。好適には、このフィルタ39は、装置１に交換可能に配置されて
いる。更にエミッタ７及びガラスディスク10の間には、孔付きディスク33が配置されてい
る。孔付きディスク33は、エミッタ７のLED９から発した光が、開口（孔）を介してLED９
に割り当てられた各LED16方向に到達可能に構成されている。この場合の開口の大きさは
、迷光、即ち特定の角度から発されない光が孔付きディスク33に到達できないような要件
に適合されている。ディテクタ14の上方には更なる孔付きディスク34が配置され、該ディ
スク34の開口により、所定の表面（開口）以外の部分に当たる光はディテクタ14方向に通
過できない。場合によっては、２個の孔付きディスク33，34のうち１個だけを設ければ十
分だが、何れの場合も孔付きディスクによって干渉を回避するのが好適である。更に図示
の実施形態においては、狭い波長範囲、好適には940±５ナノメートルの範囲で発光するL
ED９が使用される。これに加えて、好適には、やはり所定の波長範囲の光だけを通過させ
る、統合された通過帯域フィルタを有するLED16が使用される。
【００４８】
　試験によれば、２個～８個のエミッタLED９と、これに対応する個数のディテクタLED16
を使用するのが好適であり、３個～６個のエミッタLED９と、これに対応する個数のディ
テクタLED16とするのが特に好適であることが判明している。少なくとも３個のエミッタL
ED９及びディテクタLED16を設ければ、エミッタ及びディテクタLEDが故障した場合でも補
償が可能であり、またLEDの個数が増加すれば、個々のLEDの故障による影響が小さくなる
のは言うまでもない。同様に、LEDの個数が増加すれば、ガラスディスクの部分的な汚染
による影響が小さくなる。エミッタ及びディテクタLEDを４個又は５個使用することが、
影響の受けやすさ、信頼性、必要なスペース及びコストの点に関して特に有利であること
が実証されている。好適には、LEDは、図示のように長手方向軸線に対して平行に配置さ
れるのではなく、装置１の長手方向軸線に直交するよう配置されることにより、ダクト５
の断面のほぼ全体が検出される。
【００４９】
　更に、ダクト５内の圧力を感知できる圧力センサ35が設けられている。この圧力センサ
35は、接続線36を介してコントローラ29（図２参照）に接続可能である。これに加えて、
装置内を流動するガスの温度を感知できる温度センサ37が設けられている。この温度セン
サ37は、接続線38を介してコントローラ29（図２参照）に接続可能である。圧力センサ35
を設けることにより、ダクト５内の圧力のみならず、ダクト５内で流動ガスの有無を付加
的に判定することが可能になる。この目的のために、必要に応じて、更なる圧力センサ（
図示せず）を使用した比較を行うことができる。ダイカスト金型には通常、更なるセンサ
が配置されているため、例えばこの更なる圧力センサのデータを参照することができる。
上述したセンサ35，37は、特に異なる測定を互いに比較する上でも適しており、必要に応
じてコントローラ29により、ダイカスト金型内に噴霧される水分・離型剤混合物の量を調
整することができる。いずれにせよ、必要に応じて圧力センサ35だけ又は温度センサ37だ
けを設けてもよく、また２個以上の圧力センサ及び／又は２個以上の温度センサを設ける
ことが可能なのは言うまでもない。
【００５０】
　言うまでもなく、装置に関して上述した実施形態は限定的なものではなく、特許請求の
範囲に規定された保護範囲内で他の構成とすることが可能である。従って例えば、２個の
プラグインモジュールを設けることができ、この場合、一方には対応するガラスディスク
を含めてエミッタが配置されるのに対して、他方には対応するガラスディスクを含めてデ
ィテクタが配置される。このような構成により、各ガラスディスク、エミッタ又はディテ
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２個のディテクタをダクト５に沿って一列に、又はダクト５の周方向に沿ってそれぞれを
互いに対して90°ずらせた状態で配置することもできる。
【００５１】
　上述した装置の本質的な利点は、以下の通りに要約することができる。即ち、
・装置により、鋳型内における残留水分量を信頼性良く測定・感知することが可能になる
。
・装置が鋳型から離れ、従ってダイカストマシンの加熱領域から比較的離れているため、
熱負荷が比較的小さい。
・装置は、簡単かつ安価に構成されている。
・装置は、既存又は新しいシステムに容易かつ迅速に統合可能である。
・装置は、鋳造サイクルに影響を及ぼすことがない。
【符号の説明】
【００５２】
１　装置
２　ハウジング
３　入力フランジ
４　出力フランジ
５　ダクト
６　モジュール
７　エミッタ
８　プリント基板
９　LED
10　ガラスディスク
11　洗浄ノズル
12　接続部
14　ディテクタ
15　プリント基板
16　LED
17　ガラスディスク
18　鋳造ピストン
19　接続部
22　鋳造チャンバ
23　鋳造ピストン
24　ダイカスト金型
25　金型キャビティ
26　スプレーヘッド
27　排気バルブ
28　真空タンク
29　コントローラ
30　排気ダクト
31　排気管
33　孔付きディスク
34　孔付きディスク
35　圧力センサ
36　接続線
37　温度センサ
38　接続線
39　フィルタ
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